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を各 8 個作製した。試料の歯髄腔に挿入した銅製電極と測定用試作電極を LCR メータに接続し、笛洞辺縁部を中心と
した3.0mm の区間の歯質及び修復物表面について、寓洞形成前と修復物研磨後のコン夕、クタンス値を連続的に測定
















比較して、有意に大きかった (P< 0.05) 。ボンディング材使用群における宮洞形成前と修復後のコンダクタンス変化
量の聞には有意差は認められなかったが、ボンディング材不使用群では、修復後のコンダクタンス変化量は、笥洞形


















による辺縁漏洩の電気的評価法を新たに考案し、 in vitro でのコンポジットレジン修復実験系においてその有用性を
検討したものである。その結果、歯冠部修復および根面部修復において、本評価法は辺縁漏洩の程度を検出でき、そ
の評価結果は寓洞外形や電解質塗布量に影響されないことを明らかにした。
これまで口腔内の修復物における辺縁漏洩の客観的な評価は不可能であったが、この業績は、新しく考案した電気
的評価法について将来的な臨床応用の可能性を示唆したものであり、今後、修復物の予後に対する客観的な臨床診断
法の確立へとつながる重要なものである。よって、本論文は、博士(歯学)の学位請求に値するものと認める。
